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Designtips och regler vid monsterkortsdesign

Detta & nagratips och regler som bor foljas vid design av monsterkort for att underl&ta
tillverkningen av korten.. Val av monserklass, antal lager mm péverkar priset. Aven funktionen pa
ett kort paverkas, ofta kréavs jord— och spanningsplan for att fa en bra fungerande konstruktion.

Detta & en balansgang, vid sméa serier 16nar det sig knappast att 1agga ner mycket tid pa att pressain
en konstruktion pa ett fatal lager. Vid stora serier kan det krévas att konstruktionen skall goras pa sa
falager som mgjligt.

For det forsta skall man undvika att anvanda finare monsterklass, eller fler kortlager 8n nddvandigt.
Monsterklasser och via

Vid "normala’ designer anvands négon av foljande klasser

0,3 mm isolation, min ledarbredd 12 mil

0,2 mm isolation, min ledarbredd 8 mil

0,15 mm isolation, min ledarbredd 6 mil

Viabor héllas s& stora som majligt, vid " grévre” layouter géarna@ 0,7mm. Vid téta designer anvand
@ 0,5 eller mindre. Minsta borrstorlek @ 0,3mm, vilket efter platering ger ett fardigt hdl paca0,2
mm. En design med @ 0,2 mm viahdl blir nagot dyrare, eftersom man da maste borra varje kort for
sig. Med stérreviahd kan man " stacka’ flera kort samtidigt vid borrningen.

Viahalen bor sarskilt markerasi borrspecifikationen.
BGA och microvia

Vissa designer, tex BGA med delning 1mm och mindre, kan kréva mindre isolation/ledarbredd.
Mini-BGA /CSP kan kréva microvia. Ett microvia & ca0,1mm och laserborrasmellan 2-3
ytterlager. En stor fordel med dessa &r att de kan placerasi en befintlig ytmonterings-pad, och detta
gor att packningsgraden okas.

Nackdelen &r att det i dag finns endast ett fétal tillverkare som kan gora dessa.
I sol ation/ledarbredd pé sddana kort kan vara ex-vis:
0,12 mm isolation, min ledarbredd 5 mil.

K ontakta alltid monsterkortstillverkare och monteringsfirmainnan layout startas, da det i regel &r
speciella designregler for dessa kort.

Andra isolationskrav

Utover den vanligaisolationen krévs extraisolation till kortkant och urtag i kort. Till dettaréknas
ocksd icke platerade hél.

Absolut minimum & 0,5 mm. Rekommenderas min 0,6 - 1 mm.

Non routing area

e

Icke pléterat hdl

GOr dennaareaminst 1-1,2 mm
storre &n hélet.

© KretsPlanering AB 2001



Krets-Planering AB

N&r man har storre urtag (rektanglar etc som g & definierade som hal) gér man [ampligen en " cutout” i
kortkonturen.

Icke platerade hal i Powerplane (negativa plan)

Diametern pa det cirkuldra urtaget i kopparen bor varamin 1mm storre &n halet.

Kragar for pad

Vid design av hAlmonterade " footprints’ krévs en viss storlek pa kragen runt hélet.

Minsta padstorlek D = 0,5 mm + d fardigt hél (platerat)

OBSfor enkelsidiga kort krévs storre krage, minsta padstorlek D = 0,7 mm + borrdimension.
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Oppningar i |6dmask gores négot storre &n paden.
Normalfalet L = D + 5mil
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Undantag &r:

BGA pads dar storleken pal6dmaskdppningen kan vara samma som paden (NSMD) eller mindre (SMD).

L 8dmask

Via pads. Lodmaskdppning kan vara+5 mil, samma som paden eller mindre &n paden. Aven helt tacktavia
kan anvandas. Vi anvander en 6ppning som &r.5 mil storre an fardigt borrhdl

Minsta bredd pa lodmask & 5 mil, vilket innebér att kretsar med 0,5mm och mindre delning ska haen hd-
téckande area Gver ala padar. Detta ar till for att hindra tunna” strips’ som |&tt kan lossna.
Lampligen sitter man upp isolationen mellan pad-pad, via-pad sa att detta véarde g kan bli for litet.

Ytbehandling

Selektiv tennplétering ar vanligast.

Selektivt guld pa kortets yta: Nar ytmonterade kretsar med delning 0,65mm och mindre anvands kan monte-
ringsfirman kréva guld som ytbehandling. Aven BGA-kretsar kan krava guld pa padar.
Detta &r till for att fa en plan yta vid 16dningen.

L 6dpasta

Nér ytmonterade komponenter anvands skall en |6dpastamask goras. Detta & en plét dar komponentdarna &
utetsade.. Normalt levereras Gerberfiler med dessa padsi samma storlek som original paden. Platarna tas fram
i samrad med den monteringsfirma som skall tillverka kretskortet.
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Layoutsynpunkter

Vissasaker i en layout paverkar resultatet vid tillverkningen.

GOr routningen med 45 graders horn, undvik 90 grader eller "negativa’ vinklar. Dessa ger storre risk for
" etsfickor” vid tillverkningen, samtidigt som de " strlar” elektriskt vid hoga frekvenser. Negativa vinklar i en
design kan kontrollerasi CAD programmet.

[ . R Tag bort ev 16st hangande
segment.

Sprid ut ledare. Risken for fel mins-

‘ ‘ “ ‘ ‘ “ kar omdu fordelar ut ledare jamt

Gver ett avstdnd om platsen finns,
risken for ” cross-talk” minskar ock-

Kopparbalans.

Ett kort som har t ex en kompakt kopparfyllning pa ena lagret, och ett glest monster pa andra lagret ger dalig
balans vid etsning, vilket ger storre risk for felaktigheter, risk for skevhet finns ocksd. Detta forebyggs ge-
nom att man lagger ut en kopparfyllning pé det glesa lagret.

Vad monsterkortstillverkaren behover

Mekanisk ritning innehallande mattsatt kontur och mattsattning till ett hal i forhd-
lande till kortkonturen.

Specifikation innehallande:

- Material (FR4 etc.) och tjocklek. Exempel: FR4 - 1.6mm.

- Koppartjocklek fardigt kort. Exempel: min 43um ytterlager, 35uminnerlager.

- Min ledarbredd och isolation.

- Antal lager.

- Ytbehandling. Exempel: Selective tin-lead.

- Lodmask. Exempel: wet film

- Screentryck. Exempel: white

- Konturbearbetning. Exempel: routing (frésning) tol +/- 0.1mm

- Quality standard. Exempel: Perfag

- UL mérkning, el-test etc skall vid behov anges.

- Lageruppbyggnad och avstand mellan lager om detta behGver specas. (t ex vid im-
pedanskrav)

- Borrtabell, antal hdl per dimension. Pléterade och icke pléterade for sig.
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Markningar i monster och filmer

For att undvika forvéxling eller spegelvandning av lager skall dessa mérkas med text.

Elektriskalager: //
Dessa skall mérkasi monstret med lagertext

L1L2 b1 E]
Lager1=L1
Lager2=12 PCB PATTERN LAYER 1
Etc PCB PATTERN LAYER 2
_ € AIYAI NAITTAG 809
Speglas runt centerlagret i kortet. N 93YAL USATTAG 909

SOLDER MASK LAYER 1

Texten skall varalashar genom kortet sett fran resp sida. Ev far man goraett uttag i kopparfyllningar for
att en text pa et innerlager skall synas genom kortet.

Text utanfor kortet. Varje film skall identifieras genom att namnet pa lagret skrives under kortkanten.
Texter sedda frén sekundarsidan skall vara speglade runt centerlager i kortet.

Exempel palampligatexter

PCB PATTERN LAYER 1
PCB PATTERN LAYER 2
PCB PATTERN LAYER 3
PCB PATTERN LAYER 4

PCB PATTERN LAYER 2 POWER PLANE (NEGATIVE)
PCB PATTERN LAYER 3 GROUND PLANE (NEGATIVE)

SOLDER MASK LAYER 1
SOLDER MASK LAYER X

COMPONENT NOTATION LAYER 1
COMPONENT NOATION LAYER X

STENCIL FOR SOLDER PASTE LAYER 1 (NOT REDUCED ) - note - alternativt REDUCED 5 mils
STENCIL FOR SOLDER PASTE LAYER X (NOT REDUCED ) - note - aternativt REDUCED 5 mils

Artikelnummer

K ortets nummer och revision och firmanamn bor ocksa vara synligt i monster eller komponenttryck.

Kommunikation

Ett bra séit aft undvika missforstand & att ha en bra kontakt mellan berérda, konstruktor, CAD-personal
monsterkorttillverkare och monteringsfirma—testberedning etc
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